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	成都莱普科技事业部项目流程管理

	定制产品-设计评审表

	项目名称
	高精度激光表面处理设备

	项目编号
	Y260410031
	评审日期
	2026/04/27

	项目详细技术指标
		适应产品尺寸
	12寸

	激光器
	光谱物理

	激光器寿命
	大于50000小时

	激光输出波长
	355nm

	平均激光输出功率
	0W～15连续可调

	输出功率不稳定度
	＜3%

	激光脉冲频率
	0～600KHz连续可调

	光斑尺寸
	≤15μm；（根据工艺需求调整）

	振镜扫描速度
	0~10000mm/s连续可调

	整机加工精度
	≤±50μm

	激光扫描精度
	≤±10μm

	连续工作时间
	≥24小时

	F-θ透镜焦距
	F=70mm

	激光扫描范围
	35×35mm

	XY有效移动范围：
	500mm×500mm

	XY移动精度
	≤±2μm

	CCD相机视场范围
	≤5mm*5mm

	CCD分辨率
	≥1200w

	CCD定位精度
	≤±1μm

	CCD单像素识别精度
	≤1μm*1μm

	CCD单颗识别时间
	约500ms

	设备Up time
	Up time（正常运行时间）≥92%（总时间-故障时间）/总时间×100%

	MTBF（平均无故障运行时间）
	≥120小时

	MTTR（平均故障修复时间）
	≤2小时





	电气系统原理图，接线图，元器件表，支持数据
	资料为电子档，评审记录见附件会议纪要。

	机械结构装配图，零件图，加工件表，标准件表。企业标准执行情况
	[bookmark: _GoBack]资料为电子档，评审记录见附件会议纪要。重点如下所示：
（1）增加3个传感器，检测晶圆是否偏出平台外，
（2）增加平台底部光源，用于背光检测。
（3）降低支撑电缸的高度。

	软件界面说明，软件架构说明，软件实现功能列表，软件代码。
	（1） 可以进行Recipe各个参数的增删改查。
（2） 可以进行在线，离线，维护的随时切换。
（3） 可以进行电缸的单独移动。
（4） 可以进行轴IO单独运行和测试。
（5）支持Gem300的全网络覆盖。

	激光及光学光路图，光学件图纸，标准件BOM，相关数据
	资料为电子档，评审记录见附件会议纪要。

	加工工艺参数，满足工艺要求需要的硬件。在其他机台上的试样结果。
	
激光器：光谱物理
光斑直径：15UM
焦距：产品上焦距29.4mm
字体宽：0.812
字体高：1.624
字体：M12的SEMI字体
功率：6.1W

试样结果：此次样品已按客户要求制样，工艺效果满足客户需求。

	制造工艺方案，制造的难点，对工具、工装的需求，后期售后服务的便利性。
	电气安装板在机柜内的位置为便于装配的设计，结构&电气部件按图纸进行装配；
振镜，CCD装配需确保垂直度。

	产品的安全防护点，耗能分析
	机台安全警报及动作互锁，激光防护设计，安全提示标识，配备激光防护镜。

	后期有可能涉及到的更改
	需要根据产品型号，增加不同的Recipe。

	项目负责人
	[bookmark: sign1]
	分管副总
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